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Ⅰ. 서론

우리나라는 반도체 강국으로 평가받고 있지만, 

메모리를 제외한 비메모리반도체 산업은 글로벌 비

중이 3%대에 불과할 정도로 매우 취약한 상황이다. 

비메모리반도체(특히 시스템반도체)는 다품종소량생

산체제이고 기술집약적인 특성이 강하여 중소‧벤

처기업이 참여하기에 적합할 뿐만 아니라 메모리반

도체에 비해 경기변동에 비탄력적이라는 장점이 있

다. 이에 국내 반도체 산업의 체질을 개선하고 진정

한 반도체 강국으로 거듭나기 위하여 비메모리반도

체 산업 육성은 시대적 당면과제가 되고 있다. 

2022년 기준 국내 비메모리반도체 산업을 제조 

단계별로 나누어 살펴보면, 파운드리 분야는 글로

벌 비중이 16%대를 차지하여 가장 높은 수치를 기

록하였고, 팹리스 분야는 1%대로 가장 낮은 수치를 
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보였다. 또한, 파운드리 분야는 글로벌 10대 기업에 

포함된 국내업체가 2개를 차지하는 등 그 위상도 상

당하여 자연스럽게 비메모리반도체 산업 생태계의 

중심에 위치하였다. 

그러나 최근 들어 반도체 제조를 담당하는 전문

기업인 국내 파운드리 업체들을 둘러싼 환경에 큰 

변화가 발생하고 있다. 먼저 미‧중 패권 경쟁 심

화와 지정학적 불확실성 증대로 각국은 반도체 제

조시설을 자국 영토 내로 끌어들이기 위하여 제조

시설 투자에 대해 막대한 보조금을 제공하는 정책

을 전개하고 있다. 생성형 AI 시대가 도래하면서 AI

반도체에 대한 수요가 급증하여 이를 독식한 글로

벌 1위 파운드리 기업으로의 쏠림현상이 심화되

고 있다. 또한, 초미세화 공정이 3나노 경쟁을 넘어 

GAA(Gate All Around) 기반의 2나노 경쟁 시대로 넘

어가는 시점이 도래하고 있다. 

이러한 환경변화는 국내 파운드리 기업뿐만 아

니라 국외 파운드리 기업에게도 많은 영향을 미치

고 있다. 파운드리 기업들의 지리적 경쟁 영역은 자

국 내 영토에 한정되지 않고 전 세계 시장이 대상이

며, 서비스 제공 범위는 특정 분야로 국한하지 않는

다. 따라서 환경변화로 인한 파운드리 기업들의 대

응 동향과 경쟁 현황에 대한 상세한 이해를 위하여 

분석 범위를 글로벌 전체 시장으로 넓혀 국내외 파

운드리 기업들을 대상으로 살펴볼 필요가 있다.

본고는 국내 반도체 산업에 종사하고 있거나 반

도체를 연구하는 이들에게 조금이나마 도움이 되고

자 하는 의도에서 국내 1위 기업을 포함하여 국내외 

주요 파운드리 기업들의 현황에 대하여 분석하고, 

환경변화로 인한 대응 동향을 이슈별로 나누어 정

리하였다. 

본고는 다음과 같은 순서로 구성된다. 먼저 Ⅱ장

에서 반도체 산업 가치사슬과 반도체 제조 공정 및 

기술을 개괄적으로 소개한다. 이어서 Ⅲ장에서는 

전 세계 파운드리 시장 현황을 간략히 살펴보고 1

위부터 3위까지의 파운드리 기업을 대상으로 사업 

범위, 팹 운영, 영업 실적 추이 등을 파악하기 위하

여 각 기업의 연차보고서 및 관련 자료를 분석한다. 

Ⅳ장은 보조금 정책과 이에 대응한 생산시설의 확

대, TSMC에 의한 지배력 강화와 반독점 규제 리스

크, 2나노 경쟁의 도래와 준비라는 3가지 이슈와 관

련된 파운드리 기업들의 움직임을 중심으로 약술한

다. 그리고 이를 바탕으로 Ⅴ장에서 결론을 맺는다.

Ⅱ. �반도체 산업 가치사슬 및 제조 기술 
개요

1. 반도체 산업 가치사슬 

반도체 산업의 가치사슬을 간략한 형태로 도식화

하면 그림 1과 같다. 반도체는 크게 설계, 제조, 조

립 & 검사 단계를 거쳐 완성되는데, 설계와 제조가 

분업화된 구조가 일반적이다(일부는 종합반도체기업

(IDM: Integrated Device Manufacturer)에서 설계와 제조

를 함께 수행).

본고의 분석 목적상, 그림 1에서 설계 단계와 조

립&검사 단계에 대한 설명은 생략하고 제조 단계를 

중심으로 서술하기로 한다.

업계에서는 외부 업체가 설계한 반도체를 위탁생

산‧공급하는 팹을 보유한 제조 전문업체를 파운드

리라고 호칭하고 있다. 파운드리가 반도체 칩을 제

조하기 위해서는 팹리스 등 외부 업체로부터 칩 설

계도를 받아야 할 뿐만 아니라 원자재 공급기업으

로부터 소재 및 화학 물질 구매와 장비공급업체로

부터 반도체 제조 장비 구매를 필요로 한다.

소재 및 화학 물질 분야는 가공되지 않은 실리콘 

웨이퍼, 포토마스크, 포토레지스트, 습식 화학 물

질, 공정용 가스 등으로 구성된다. 그중 실리콘 웨이

퍼는 전체 소재 및 화학 물질 시장(’21년 400억USD)
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tronic Grade) 실리콘으로부터 매우 순수한 형태와 다

양한 직경을 가진 단결정 실리콘 원통형 잉곳을 얻

게 되며, 이어 잉곳을 다양한 두께의 웨이퍼로 절단

하고 평탄화하는 작업을 거치게 된다. 이 단계에서 

특히 중요한 사항은 초고순도의 실리콘 잉곳을 제조

하는 것인데, FZ(Float Zone) 방법과 CZ(CZochralski) 

방법이 대표적인 기술이다[3]. 

두 번째 단계인 산화는 빈 웨이퍼(Blank Wafer) 위

에 산화막(SiO2)을 입히는 공정이다. 이 산화막은 반

도체가 전기적 특성을 갖도록 하는데 필수적인 이

온 주입(또는 도핑(Doping)) 공정 제어에 핵심적인 역

할을 한다. 산화막 생성 방법은 실리콘 웨이퍼를 고

온의 수증기와 반응시키는 습식, 고온의 산소와 반

응시키는 건식, 산소 원자와 수소 분자가 섞인 반응

성 높은 기체와 반응시키는 라디칼로 구분된다[4].

세 번째 단계인 포토공정(또는 포토리소그래피)은 

웨이퍼에 반도체 회로를 패터닝하는 공정이다. 감

광성 물질인 포토레지스트를 산화막이 형성된 웨이

퍼 위에 바르고, 자외선이 마이크로칩 회로 패턴이 

새겨진 포토마스크를 지나 포토레지스트에 투사되

도록 한다. 자외선을 사용하여 칩의 회로 패턴을 웨

이퍼에 그려 넣는 것을 노광이라고 부르는데 노광 

장비는 크게 스태퍼와 스캐너로 구분된다. 이후 자

외선에 노출된 포토레지스트를 제거하여 회로 패턴

의 약 1/3을 차지할 정도로 중요한 시장이다[1]. 특

히 직경 300mm(12인치)의 실리콘 웨이퍼는 최첨단 

칩 생산을 위한 표준 투입물이 되고 있다.

반도체 생산에 필요한 정밀도, 규모, 속도, 순도 

및 신뢰성을 두루 갖춘 장비는 비싸고 제작하기 어

렵기 때문에 장비공급이 Applied Materials, Lam Re-

search, Tokyo Electron, ASML 등 몇몇 기업으로 집

중되어 있다. 본사를 기준으로 할 때, 미국 기업과 

일본기업이 전 세계 반도체 제조 장비 시장의 70% 

이상을 차지하고 있다[1]. 

반도체 제조 장비 시장은 웨이퍼 팹 장비 시장과 

ATP(Assembly, Test and Packaging) 장비 시장으로 나

뉘며 전자(’21년 908억USD)가 후자(’21년 152억USD)

에 비해 규모가 훨씬 크다. 최근에 발간된 BCG & 

SIA(2024) 보고서에 따르면 웨이퍼 팹 장비 시장의 

경우 소재 제거 및 세정(Material Removal & Cleaning), 

증착(Deposition), 리소그래피(Lithography) 순서로 분

야별 매출 규모가 큰 것으로 나타났다[2]. 

2. 반도체 제조 기술 개요

칩 제조 8대 공정과 사용되는 주요 기술에 대해 

간략히 설명하면 다음과 같다. 

첫 단계인 웨이퍼 제조에서는 다결정의 EG(Elec-

그림 1  반도체 산업 가치사슬
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만 웨이퍼 표면에 남게 만든다.

네 번째 단계인 식각(Etching)은 회로 패턴이 아닌 

산화막을 웨이퍼 표면에서 제거하는 과정이다. 식

각은 습식, 건식, 플라즈마 등 다양한 방식을 사용하

여 작업을 수행할 수 있다. 

다섯 번째 단계에서 증착(Deposition)은 박막(Thin 

Film)을 만드는 과정이며 이온 주입은 반도체가 전

기적인 특성을 갖도록 불순물을 투입하는 과정이

다. 증착의 방법은 크게 물리적 기상 증착(PVD: 

Physical Vapor Deposition), 화학적 기상 증착(CVD: 

Chemical Vapor Deposition), 원자층 증착(ALD: Atomic 

Layer Deposition) 등이 있다. 어떤 방법을 사용할 것

인가는 공정 노드, 칩 유형, 증착에 필요한 시간 등

에 따라 달라진다. 이온 주입에서 특히 많이 사용되

는 불순물은 붕소(B) 또는 인(P)으로 소량을 추가하

여 P형 반도체 또는 N형 반도체를 만든다.

여섯 번째 단계인 금속 배선은 반도체 전공정

(Front-End Process)의 마지막 단계로 칩의 회로 패턴

을 따라 전기길이 이어지도록 하는 공정을 말한다. 

이 공정에 많이 활용되는 금속은 알루미늄(Al), 티타

늄(Ti), 텅스텐(W) 등이 있으며, 증착을 통해 얇은 금

속막을 형성함으로써 전기가 잘 통할 수 있도록 만

든다.

전공정은 파운드리 업체가 주로 담당하고, 웨이

퍼 테스트, 패키징 및 최종 테스트로 이어지는 후공

정(Back-End Process)은 OSAT(Outsourced Semiconductor 

Assembly and Test) 업체가 담당한다. 웨이퍼 테스트 

(또는 EDS(Electronic Die Sorting) 공정)는 전공정과 패

키징 사이에서 이루어지는 검사로 불량칩이 불필요

하게 패키징되는 것을 막기 위하여 웨이퍼를 대상

으로 시행되며, 최종 테스트(또는 패키지 테스트)는 

완성된 반도체 제품을 대상으로 최종 불량 유무를 

판별하기 위하여 시행된다.

패키징은 반도체가 외부로부터 안전하게 보호

되도록 포장하거나 조립하는 공정을 의미한다. 전

통적인 패키징은 웨이퍼를 낱개의 칩으로 절단(즉, 

Dicing)하고 절단된 칩을 리드프레임 등에 접착하며 

칩의 접점과 기판의 접점을 연결하는 와이어본딩 

등의 단계를 거쳐 진행된다1)[5]. 

Ⅲ. �전 세계 파운드리 시장 및 주요기업 
현황

1. 전 세계 파운드리 시장 현황

표 1은 글로벌 10대 파운드리 기업 현황을 정리한 

것이다[6]. 글로벌 10대 파운드리 기업의 2023년도 

매출 합계는 111,538백만USD로 글로벌 파운드리 

전체 기업 매출 합계의 94.9%를 차지하고 있다. 

글로벌 파운드리 10대 기업에는 대만 업체 4개, 

중국 업체 3개, 그리고 한국/미국/이스라엘 업체가 

각각 1개씩 포함된다2). 또한, 유형별로 구분하면 자

체 설계제품 없이 위탁생산만을 수행하는 순수 플레

이 파운드리(Pure Play Foundry 또는 Dedicated Foundry) 

기업이 9개를 차지하고 있으며, 자체 설계제품에 

대한 생산과 위탁생산을 병행하는 종합반도체기업

(IDM)은 1개뿐이다3). 즉, 순수 플레이 파운드리 기

업 형태가 글로벌 파운드리 시장에서 대세를 형성

하고 있다.

한편, 대만은 글로벌 파운드리 시장점유율이 

75.2%(’23년 기준)를 차지하여 국가적 위상이 매우 

높다는 것을 알 수 있다[7]. 특히 1위 기업인 TSMC

의 시장점유율이 최근 60%를 넘어서는 등 독점화 

1) � 그러나 최근에는 전 공정의 미세화 한계로 인해 3D 적층, 이
종집적(Heterogeneous Integration) 등의 첨단 패키징 기
술이 주목받고 있음

2)  2022년 10위였던 국내 기업 DB하이텍은 10위권 밖으로 밀려남

3) � 본고에서는 대만 PSMC를 IDM이 아닌 순수 플레이 파운드
리 기업으로 분류함. PSMC가 제공하는 설계 서비스는 자체 
설계 제품에 대한 것이 아니며 타사의 설계를 지원하는 서비
스에 가까움
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고 기타 사항(R&D 포함)으로 나누어 순서대로 서술

하기로 한다.

TSMC가 제공하는 파운드리 서비스는 CMOS 로

직, 혼합 신호(Mixed-Signal), RF, 임베디드 메모리, 

BiCMOS(Bipolar Complementary Metal Oxide Semicon-

ductor) 혼합 신호 등의 제조 공정을 포함한 포괄적 

범위의 웨이퍼 제조 공정이다. 또한, 설계, 마스크 

제작, TSMC 3DFabric4) 첨단 패키징 및 실리콘 스태

킹 기술, 테스팅 서비스도 제공한다. 주요 고객사는 

AMD, AWS, 브로드컴, 인피니온, 인텔, 미디어텍, 

엔비디아, NXP, 퀄컴, 소니 등이다[8]. 

2024년 2월 말 기준, TSMC와 자회사들은 총 

18개의 팹을 운영하고 있다. 보다 구체적으로는 

150mm(6인치) 웨이퍼 팹 1개, 200mm(8인치) 웨이

퍼 팹 6개, 300mm(12인치) 웨이퍼 팹 6개, 그리고 5

개의 첨단 백엔드 팹을 운영하고 있다. 이를 지리적

으로 살펴보면 본사가 위치한 신주과학공원에 8개, 

중부 대만 과학공원에 2개, 남부 대만 과학공원에 4

개의 팹이 위치하고 있으며, 해외에는 미국(1개), 중

국(2개), 일본(1개)에 팹이 있다. 2023년 기준, TSMC

의 연간 커패시티는 12인치 동등 기준으로 환산하

면 약 16백만 웨이퍼 수준이다. 

TSMC의 2023년 연간 매출은 2,161,736백만 

NTD(69,300백만USD)였고 매출총이익률(Gross Profit 

Margin)5)은 54.4%를 기록하였다. 2023년 기준으

로, 웨이퍼 매출이 기업 매출의 대부분(87%)을 차지

하고 있으며, 그 중, 7나노 이하의 선단 공정이 웨

이퍼 매출의 58%를 차지하였다. 이는 2022년도의 

53%(2021년도의 50%)에 비해 5%(8%)만큼 증가한 수

4) � “TSMC 3DFabric”은 TSMC가 개발한 3D 및 2.5D 첨단 패
키징 기술의 포괄적인 제품군을 지칭. TSMC 3DFabric은 프
론트엔드 기술(SoIC 기술 제품군 포함)과 백엔드 기술(Co-
Wos 및 InFO 패키징 기술 제품군 포함)로 구성됨

5)  =(매출-매출원가)/매출×100

추세를 보이고 있다. 이에 반해 TSMC를 제외한 나

머지 파운드리 기업들은 시장점유율이 감소세를 보

이고 있다(단, 중국 SMIC는 예외).

2. 주요 파운드리 기업 현황

가. 대만 TSMC

글로벌 파운드리 1위 기업인 TSMC(창립: 1987년, 

본사: 대만 신주과학공원)의 현황을 보다 효과적으로 

설명하기 위하여 제공하는 파운드리 서비스, 팹 운

영 현황, 매출 등 영업 분석, 3나노 공정 기술, 그리

표 1  글로벌 파운드리 10대 업체의 매출 및 시장점유율

순
위 업체 유형 국

적
’22년 
매출

’23년 
매출

’24년 
1Q-3Q 

매출

1 TSMC Pure 
Play

대
만

75,799
(55.4%)

69,300
(59.0%)

63,193
(63.1%)

2 Samsung IDM 한
국

17,212
(12.6%)

13,300
(11.3%)

10,546
(10.5%)

3 SMIC Pure 
Play

중
국

7,273
(5.3%)

6,321
(5.4%)

5,823
(5.8%)

4 UMC Pure 
Play

대
만

9,356
(6.8%)

7,144
(6.1%)

5,366
(5.4%)

5 Global 
Goundries

Pure 
Play

미
국

8,108
(5.9%)

7,392
(6.3%)

4,920
(4.9%)

6 Huahong 
Group

Pure 
play

중
국

4,182
(3.1%)

3,113
(2.6%)

2,180
(2.2%)

7 Tower Pure 
play

이
스
라
엘

1,677
(1.2%)

1,423
(1.2%)

1,049
(1.0%)

8 VIS Pure 
Play

대
만

1,745
(1.3%)

1,227
(1.0%)

1,014
(1.0%)

9 PSMC Pure 
play

대
만

2,290
(1.7%)

1,296
(1.1%)

971
(1.0%)

10 Nexchip Pure 
play

중
국

1,515
(1.1%)

1,021
(0.9%)

942
(0.9%)

Top 10 업체 합계 129,157
(94.4%)

111,538
(94.9%)

96,004
(95.8%)

전체 업체 합계 136,752 117,478 100,183

주) 순위는 2024년 3분기 기준, 매출 단위는 백만USD, ( )는 시장점유율

출처  Reproduced with permission from https://datatrack.
trendforce.com/Chart/ content/95/ global-foundries-revenue 
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치로서 웨이퍼 매출에서 선단 공정이 차지하는 비

중이 지속적으로 증가하고 있음을 나타낸다.

연도별 매출을 플랫폼별로 나누어 살펴보면 AI반

도체가 포함된 HPC(High Performance Computing) 플

랫폼 분야의 매출이 2022년부터 스마트폰 플랫폼 

분야를 제치고 1위를 기록하고 있다(그림 2)[8]. HPC 

플랫폼과 스마트폰 플랫폼은 선단 공정과 첨단 패키

징 기술을 특히 많이 활용하는 분야이다(자동차 플랫

폼과 IoT 플랫폼 분야도 선단 공정을 일부 이용).

현재 TSMC가 칩 양산에 사용하고 있는 가장 진

보된 기술은 3나노 핀펫 공정이다(남부 대만 과학공

원에 위치한 팹 18이 핵심적인 3나노 생산시설). TSMC

는 3나노 핀펫 공정(N3)을 2022년부터 칩 양산에 활

용하기 시작했으며 N3에 이어 더 나은 전력, 성능 

및 밀도를 위해 향상된 3나노 공정인 N3E와 N3P

를 출시했다. 또한, 다양한 고객 요구를 충족하기 위

해 3나노 공정 기술을 지속적으로 확대하고 있는데 

여기에는 HPC 애플리케이션에 맞춤화된 공정인 

N3X와 최첨단 실리콘 기술에서 자동차 애플리케이

션을 조기에 시작할 수 있는 N3AE도 포함된다[9].

TSMC는 2023년에 182,370백만NTD(5,956백만

USD)를 연구개발에 투자했는데 이는 매출의 8.5%

에 해당한다. 연구개발은 주로 첨단 공정 기술 개발

을 통해 선도 기업 지위를 유지하는데 많이 투자하

고 있으며 성숙 기술 제공을 위한 분야에도 계속 투

자하고 있다.

한편, TSMC는 성장 과정에서 Grand Alliance와 

OIP(Open Innovation Platform)를 통해 각 분야의 전

문기업들이 마치 하나의 기업처럼 협력할 수 있는 

생태계를 구축하였다[10]. Grand Alliance란 반도

체 혁신 가속화를 목적으로 한 수요기업(팹리스), 

EDA(Electronic Design Automation) 파트너, IP 파트너, 

주요 장비 및 재료공급업체와의 협업체계를 의미한

다. 2008년에 처음 발표된 OIP는 Grand Alliance의 

핵심으로 팹리스와 파트너사(EDA/IP)의 창의적인 

사고를 결합하여 설계 시간, 양산시간 및 출시 기간 

단축에 중점을 둔 개방형 혁신 플랫폼을 의미한다. 

홈페이지에 게시된 자료에 의하면, 현재 OIP에 참

여하고 있는 EDA 파트너사는 16개이며 IP 파트너

사는 39개이다.

나. 한국 삼성전자

삼성전자는 2005년부터 파운드리 사업을 시작하

였으며, 2017년 5월에 이루어진 DS 부문 조직 개편

을 통해 시스템LSI사업부에서 독립한 독자적인 파

운드리 사업부를 신설하였다. 삼성전자 파운드리 

사업부는 시스템반도체를 위탁생산하는 사업부로 

첨단공정 기술을 통해 글로벌 팹리스 고객을 위한 

칩 생산뿐만 아니라 라이브러리/PDK(Process Design 

Kit)/설계 방법/설계 서비스 등의 설계 인프라를 통

해 솔루션까지 제공하는 토탈 파운드리를 지향한다.

삼성전자 파운드리 사업부는 국내 3곳(기흥, 화성, 

평택)과 미국 오스틴에 팹을 보유하고 있다(미국 테

일러 팹은 건설 중). 기흥 캠퍼스의 경우 6라인(8인치)

과 S1라인(12인치)이, 화성 캠퍼스의 경우 S3라인(12

인치)이, 평택 캠퍼스의 경우 S5라인(12인치)과 및 S6

라인(12인치)이, 오스틴 팹의 경우 S2라인(12인치)이 

위치하고 있다. 선단 공정은 평택 캠퍼스 S5라인 및 

S6라인과, 화성 캠퍼스 S3라인의 일부에서 이루어

진다[11].

그림 2  TSMC의 플랫폼별 매출 추이(단위: 백만NTD)
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삼성전자 파운드리 사업은 2022년 글로벌 시장점

유율 12.6%를 기록하였으나, 최근에는 하락세를 거

듭하고 있다. 글로벌 시장조사 업체 트렌드포스의 

집계에 의하면, 2023년에는 11.3%대였고 ’24년 3분

기에는 9.3%대까지 추락했다. 점유율 하락의 가장 

큰 원인은 세계 최초로 GAA(Gate All Around) 구조를 

도입한 3나노 공정에서의 낮은 수율 때문이라고 지

적되고 있다. 이로 인한 막대한 영업손실을 낮추고

자 평택 캠퍼스 파운드리 생산라인 중에서 일부 선

단 공정 설비의 가동을 중단하였다[12]. TSMC 대

비 레거시 공정이 부족한 점도 삼성 파운드리 사업

의 문제점으로 거론되고 있다.

한편, 삼성전자는 2018년도에, TSMC의 OIP

를 벤치마킹하여 SAFE(Samsung Advanced Foundry  

Ecosystem)라는 자체 파운드리 생태계를 출범시켰다. 

SAFE 생태계에 참여하는 파트너사의 개수는 충분

하지만, 보유하고 있는 설계자산(IP)이 부족하다는 

점이 약점으로 지적되고 있다[13].

다. 중국 SMIC

SMIC는 2000년에 창립된 순수 플레이 파운드리 

기업으로 중국 정부의 대폭적인 지원에 힘입어 자국 

시장을 중심으로 꾸준한 성장을 거듭한 결과, 미국 

GlobalFoundries와 대만 UMC를 제치고 2024년 1분

기부터 글로벌 순위 3위로 부상하였다(표 1 참고). 상

하이에 본사를 두고 있으며 고객들에게 로직 IC, 전

력/아날로그, 고전압 드라이버, 임베디드 비휘발성 

메모리, 비휘발성 메모리, 혼합 신호/RF 및 CMOS 

이미지 센서 등의 기술 플랫폼에 적용되는 8인치 및 

12인치 웨이퍼 파운드리 서비스를 제공한다. 이외

에도 설계 서비스, IP 지원, 포토마스크 제조 등에서 

원스톱 지원 서비스를 제공하고 있다[14].

SMIC는 8인치 팹 3개(텐진, 상하이, 선전), 12인

치 팹 4개(베이징(2), 상하이, 선전)를 운영하고 있 

다6)[15]. 이 팹들은 모두 28나노 이상의 레거시 공

정용이며 용량 확대를 위해 새로 건설 중인 4개의 

12인치 팹들(베이징, 상하이, 텐진, 선전)도 모두 레거

시 공정용이다(2025년 이후 운용 개시 예정). 외견상 

SMIC는 성숙 공정을 이용한 파운드리 서비스 제공

에 주력하고 있다.

SMIC의 매출은 반도체 산업 불황기였던 2023

년을 제외하고는 지속적으로 증가하는 추세를 보

인다. 특히 2024년 3분기 매출은 그림 3에 나타난 

바와 같이 21.7억USD를 기록하여 전년 동기 대비 

34% 증가하였다(웨이퍼 매출은 38% 증가했으며 12인

치가 웨이퍼 매출의 78.5%를 차지). 2024년 3분기 매출

총이익률은 20.5%를 기록하여 2023년 동기(19.8%)

와 유사한 수준을 보였지만, 2022년 동기(38.9%)에

는 크게 미치지 못하였다 못하였다[16]. 2023년 이

후 매출총이익률의 저하는 무리하게 7나노 제품을 

생산하면서 수익성이 악화된 것으로 추정된다[17]. 

2023년 연차보고서에 따르면, 매출의 80%는 중

국 본토에서 이루어졌으며 이어 미주 지역에서 16%

6) � 이외에도 자회사들을 통해 여러 개의 팹을 보유하고 있음. 특
히 SMSC(Semiconductor Manufacturing China Corpo-
ration)를 통해 중국 내 최고 수준의 첨단 팹(상하이에 위치)
을 보유하고 있으며, 이를 통해 핀펫 기술을 사용한 첨단 노
드 공정 개발에 주력하고 있음(미국의 제재를 의식하여 14나
노 핀펫 공정 서비스의 제공과 이 팹에 대한 정보는 SMIC 홈
페이지에서 삭제됨). 즉, 화웨이의 프리미엄 스마트폰 AP(7
나노 칩 ‘기린 9000S’)는 SMSC 팹의 7나노 공정(N+2)을 통
해 생산된 것으로 알려짐

그림 3  SMIC의 분기별 매출 및 매출총이익률 추이
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가 발생하였다. 매출의 대부분을 차지하는 웨이퍼 

매출의 경우 응용분야별로 스마트폰(27%), 컴퓨터 

및 태블릿(27%), 소비자 가전(25%), 커넥티비티 및 

IoT(12%) 등으로 구성된다[14]. 

한편, SMIC의 대외 환경에서 가장 큰 리스크는 

지정학적 갈등에 따른 미국의 제재이다. 2020년 12

월에, 미국 정부는 국가 안보 및 외교 정책상의 이유

로 화웨이, SMIC 등을 Entity List에 추가하여 수출 

관리 규정(EAR: Export Administration Regulation) 적용

을 받도록 했으며, 2022년 10월에는 EAR을 대폭 개

정하여 14나노 이하 공정에서 사용되는 반도체 생

산 장비의 중국 수출을 크게 제한(실질적으로 금지)하

였다7). 이러한 제재에 맞서 SMIC는 주로 레거시 공

정의 생산능력을 확대하고 자국 기업과의 협력 강

화를 통한 내수 시장 확대에 주력해왔다.

Ⅳ. �글로벌 파운드리 기업의 주요 이슈별 
대응 동향 

1. 보조금 정책과 생산시설 확대

미국, 유럽, 일본, 중국, 대만 등 세계 각국에서 반

도체 칩 제조를 위한 인센티브 정책이 추진되면서 

이에 발맞추어 주요 파운드리 기업들은 생산시설을 

확대하고 있다. 각국의 인센티브 정책은 표 2에 나

타난 바와 같이 제조시설에 대한 직접 보조금 제공

이 핵심이다. 특히 TSMC를 비롯한 대만 파운드리 

기업들과 SMIC를 비롯한 중국 파운드리 기업들의 

생산시설 확대 움직임이 활발하다.

TSMC는 대만 신주과학공원 내 바오산(팹 20), 미

국 애리조나주 피닉스(팹 21), 대만 가오슝(팹 22), 일

본 구마모토(팹 23), 그리고 독일 드레스덴(팹 24)에 

7) � 2023년 1월에는 네덜란드, 일본도 중국에 대한 장비 수출 제
한에 동참하기로 미국과 합의함

새로운 팹을 건설하였거나 건설 중이다8). 12~28나

노 공정을 제공하게 될 팹 23의 P1은 2024년 2월에 

개소식을 열었고 2나노 공정을 제공하게 될 팹 20의 

P1 및 P2는 2024년 4월에 툴인(Tool-in)을 시작한 것

으로 알려져 있다9). 이외에 대만 3위의 파운드리 기

업인 PSMC는 중국, 인도, 일본을 포함한 여러 국가

에 반도체 팹을 설립하기 위해 현지 기업과의 합작

사를 설립하였다[8,20].

트렌드포스(2023.11.14.)가 집계한 바에 의하면 중

국 기업들 특히 SMIC, Nexchip, Huahong Group 등

은 주로 성숙 공정에 초점을 맞춘 22개의 웨이퍼 팹

을 건설하고 있다. 이 중, 6개의 12인치 웨이퍼 팹은 

8) � 이외에도 3나노 공정 수요 증가에 대응하여 팹 18의 생산능
력 확대와 첨단 패키징 공장 추가 건설을 추진하고 있음

9) � 팹의 확장은 단계(Phase)별로 이루어지므로 P1, P2, P3 등
으로 표현하며 숫자가 높을수록 공장의 확장 또는 신규 라인 
추가를 의미함. 툴인은 공장의 가동을 위해 생산 장비를 반입
하여 설치하고 테스트하는 것을 의미함. 팹 23의 P1에 대한 
보조금으로 TSMC는 투자비의 약 절반에 해당하는 4,760억 
엔을 일본 정부로부터 지원받음

표 2  주요국의 칩 제조를 위한 인센티브 정책 요약

국가 주요 내용

미국

• 근거: 반도체와 과학법(2022)
• �주요 내용: 반도체 제조시설 건설에 직접 보조금 390

억USD, 첨단 반도체 R&D 지원에 110억USD 예산
을 배정하고 장비 투자 및 설비 건설에 대한 세액공제 
25%를 도입 

유럽

• 근거: EU 반도체법(2023)
• �주요 내용: 반도체 제조 역량 확대 및 기술 리더십 강

화를 위해 430억EUR(470억USD) 동원(직접 보조
금 및 대출)

일본 

• 근거: 반도체 및 디지털 산업에 대한 전략
• �주요 내용: 첨단 반도체의 제조 기술 개발 및 생산능

력 확보 등에 3.9조엔(257억USD) 규모의 직접 보조
금 편성

중국

• 근거: 국가 IC 산업 투자 기금 및 중국 제조 2025 전략
• �주요 내용: 반도체 자급율을 단계적으로 개선하기 위해 

949억USD(이 중에서 3기는 475억USD) 규모의 빅
펀드를 조성

대만
• 근거: 산업혁신 조례 개정안(2023)
• �주요 내용: 기술 혁신 및 글로벌 공급망에서 핵심적인 

위치에 있는 기업의 R&D 세액공제를 25%로 인상

출처  참고자료 활용하여 저자 작성[2,18-20].



75설성호 외 / 반도체 파운드리 주요 기업 현황 및 이슈별 대응 동향

SMIC와 그 자회사들이 건설하고 있는 것으로서 증

설 용량은 웨이퍼 44.5만 장/월에 해당한다[21]. 

삼성전자는 2022년부터 미국 텍사스주 테일러시

에 신규 팹을 건설하고 있다. 2024년말까지 공장을 

건설하여 4나노 공정 가동을 시작할 예정이었으나, 

2나노 공정을 2026년까지 가동하는 것으로 계획이 

수정되었다10). 

한편, 보스턴컨설팅그룹(BCG)과 미국반도체협회

(SIA)는 미국 정부의 보조금 정책과 기업들의 적극

적인 노력에 힘입어 미국에서의 10나노 이하 로직 

칩 생산 비중이 2032년까지 28%로 증가할 것이라

고 낙관적으로 전망하였다(이에 반해 한국은 9%로 하

락)[2]. 그러나 보조금 지급의 비효율성 문제 등 미국 

칩스법의 경제적 효과에 대한 우려스러운 시각도 

존재한다.

2. �TSMC에 의한 지배력 강화와 반독점 
규제 리스크

앞서 표 1에 나타난 바와 같이 글로벌 파운드리 

시장에서 TSMC의 시장점유율은 이미 60%를 넘고 

있다. 또한, 2024년 3분기 매출은 235억USD로서 

AI칩 수요 증가 등으로 인해 전년 동기 대비 약 36% 

증가하였는데 이러한 큰 폭의 매출 증가는 7나노 이

하 선단 공정 특히 3나노 공정 독식에 따른 결과인 

것으로 보여진다11)(3나노 공정이 TSMC 공정별 매출에

서 차지하는 비중은 2023년 3분기에 6%였으며 2024년 3

10) � 테일러 팹에 대한 삼성전자의 투자 규모가 당초 계획보다 
축소되면서 미국 정부로부터 받게 되는 보조금 규모는 64
억USD에서 47.5억USD로 하향되었음. 이 보조금은 TSMC
의 애리조나주 팹 21 건설에 따른 보조금 66억USD(+50억
USD 대출)보다는 규모가 작으나 투자금액 대비 보조금 비
중은 더 높은 편임

11) � 외신들은 전 세계 첨단 칩의 90% 이상을 TSMC가 생산하고 
있다고 보도하고 있음

분기에는 20%로 증가12)[22]). 

가격 책정 방식을 살펴보면 TSMC는 고객사와 

특정 기간 동안의 가격을 책정하되, 시장 상황 및 기

타 요인을 고려하여 해당 기간 중에 조정하기도 한

다[8]. 즉, 애플이나 NVIDIA와 같이 대량으로 위탁

생산을 주문하는 고객은 보다 유리한 가격으로 파

운드리 서비스를 제공받을 수 있다13). 이는 독과점 

기업이 자사 이익을 극대화하기 위하여 대량 고객

이나 장기고객에 대해 가격할인을 제공하는 것으로 

판단할 수 있다14). TSMC는 2025년에 3나노 및 5나

노 공정의 가격을 8%만큼 인상하겠다는 계획을 고

객사들에 통보하였다고 알려지고 있다[23]. 이 계획

이 독점 이윤을 극대화하기 위한 행동인지, 전기료 

인상 등 원가 상승을 반영한 불가피한 조치인지 검

토가 필요해 보인다. 

한편, 미국 블룸버그 통신은 TSMC가 경쟁사들

과의 시장점유율 격차를 더욱 벌려 나가면서 반독

점 규제(Antitrust Regulation) 리스크가 수면 위로 떠

오르기 시작하고 있다는 기사를 게시하였다[24]. 이 

기사에 따르면, TSMC의 2024년 3분기 실적 발표

회에서 웨이저자(C.C. Wei) 최고경영자는 반독점 규

제 리스크 대응 방안에 대한 질문을 받았으며 이에 

대해 그는 TSMC의 ‘파운드리 2.0’15) 개념을 소개

하면서 “TSMC는 아직 지배적이지 않으며(TSMC is 

not dominant yet) 반독점 우려 사항도 아니다(it’s not a 

12) � 반면, 5나노 공정이 TSMC 공정별 매출에서 차지하는 비중
은 2023년 3분기에 37%였으며 2024년 3분기에는 32%로 약
간 낮아짐

13) � 공정 노드와 주문량 뿐만 아니라 수율, 후공정 기술 등도 가
격에 영향을 미침

14) � 애플이나 NVIDIA 역시 수요자로서 독과점적 지위를 보유
하고 있으므로 쌍방독점의 성격이 있다고 평가할 수도 있음

15) � 파운드리 산업을 위탁생산뿐만 아니라 패키징, 테스팅, 마
스크 제작 등을 포함하는 산업으로 넓게 재정의하자는 개념
으로 2024년 2분기 실적 발표(’24.07)에서 처음 소개되었음. 
이 재정의에 따르면 TSMC의 2023년 시장점유율은 28%에 
불과함
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kind of antitrust concern)”라고 말했다는 것이다. 

최근 들어 TSMC는 중국 화웨이에 공급하기 위한 

AI 칩을 생산해 미국의 대중 수출 제재를 위반했는

지에 대해 상무부로부터 조사받고 있다. 이 조사가 

진행되는 과정에서 자칫 반독점 규제로까지 확대될 

가능성도 있다. 반독점 규제는 글로벌 계약 칩 시장

의 50% 이상을 꾸준히 장악해온 TSMC도 신경 쓰

지 않을 수 없는 중요한 리스크다16). 

3. 2나노 경쟁의 도래와 준비

2025년은 주요 파운드리 기업들이 2나노 경쟁

을 본격화하는 첫해가 될 것으로 전망되고 있다. 선

두 기업인 TSMC는 2나노 공정 기술 개발이 순조롭

게 진행되고 있어 2025년부터 양산을 시작할 예정

이다. 바오산에 위치한 팹 20과 가오슝에 위치한 팹 

22가 2나노 공정을 제공하는 핵심 시설이 될 전망이

다(애리조나 팹 21의 2공장은 2028년부터 2나노 공정 제

공 예상). 

2나노 공정(N2) 시험생산은 바오산 팹에서 2024

년 중에 이루어졌으며 수율이 60%를 넘는 것으로 

알려져 있다. N2 공정은 나노 시트(Nanosheet) 트랜

지스터 기술을 적용했다는 특징이 있으며 밀도와 

에너지 효율성 측면에서 가장 진보된 기술로 평가

받는다. 주요 고객사들이 2나노 IP 설계를 이미 완

료하였고 실리콘 검증을 시작한 것으로 알려져 있

다[25].

또한, TSMC 측이 ‘IEDM 2024’에서 발표한 논

문에 따르면 동일한 면적과 동일한 전력하에서, 3나

노 대비 2나노 칩은 속도가 최대 15%, 성능은 최대 

16) � 참고로 TSMC의 주요 고객인 애플은 유럽, 미국 등에서 반
독점 소송을 당해왔으며 특히 디지털시장법(DMA: Digital 
Market Act) 위반 혐의로 EU 집행위원회로부터 막대한 과
징금을 부과받을 위기에 처해 있음. 또한, NVIDIA도 미국 
법무부로부터 반독점 조사를 받고 있음

35% 개선된 것으로 알려졌다. 2나노에 적용된 주요 

공정 기술로는 하이브리드 본딩 접합 배선 간격 축

소, 중간 배선 공정에서의 새로운 시도, SRAM의 업

그레이드 등이 꼽히고 있다[26].

외신들은 TSMC의 2나노 공정 웨이퍼 가격이 장

당 3만USD를 초과하여 3나노 공정 웨이퍼의 장당 

가격에 비해 50% 이상 비쌀 것으로 보고 있다. 이에 

따라 2나노 공정의 첫 고객이 될 것으로 예상되어 

왔던 애플은 아이폰 17시리즈에 탑재될 AP19 칩셋 

생산을 N3P 공정으로 돌리게 되고, 아이폰 18시리

즈에 탑재될 AP20 칩셋 생산은, 2나노 생산능력이 

8배(웨이퍼 8만 장/월)로 증가하게 되는 2026년에 맡

길 것으로 예상되고 있다[27]. 즉, 2나노 공정 생산

능력의 한계로 인한 높은 비용이 대형 고객들의 선

택을 주저하게 만들고 있다. TSMC는 이를 해소하

기 위한 목적으로 2024년 12월에 가오슝 팹의 확장

(P4 및 P5) 계획을 발표한 바 있다.

삼성전자는 3나노 공정을 제공하던 화성 캠퍼스 

S3 라인을 2나노 공정으로 전환하는 작업을 진행하

고 있다. 당초 4나노 공정 제공을 목표로 건설을 시

작했던 미국 테일러 팹도 2나노 공정 제공으로 계획

을 변경하는 등 최첨단 2나노 공정에 파운드리 사업

부의 역량을 집중하고 있다. 3나노 공정에서 세계 

최초로 도입했던 GAA 기술에서 쌓은 노하우를 토

대로 2나노 공정에서 충분한 수율을 확보하겠다는 

전략이다[28]. 

삼성전자는 2025년 상반기에 2나노 공정을 시험

생산하고 하반기부터 양산에 들어갈 것으로 예상되

고 있다. 업계에서는 삼성전자의 2나노 공정 테스트 

수율이 상당히 올라왔다고 보고 있지만, 어느 정도

인지 밝혀진 바가 없다. 삼성은 AI 스타트업 PFN(일

본)과 자율주행 칩 설계 기업 암바렐라(미국)를 2나

노 고객으로 확보했으나, 아직까지 대형 고객은 확

보하지 못하고 있다. 그러나 TSMC 등 경쟁사들도 
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안정적인 대량생산 체제를 갖추고 있지 못하기 때

문에 기회의 문은 충분히 열려 있다.

인텔은 2024년 상반기에 ‘인텔 20A’(2나노급) 양

산을 목표로 하였으나, 이를 백지화하고 2025년 하

반기부터 시작될 ‘인텔 18A’(1.8나노급) 양산에 집

중하는 것으로 계획을 변경하였다. 인텔은 네덜란

드 ASML로부터 차세대 EUV 장비(High-NA EUV)

를 가장 먼저 확보하여 설치를 완료(2024년 4월)했으

며, 애리조나주(팹 52 및 팹 62)와 오하이오주에 ‘인

텔 18A’ 공정 제공 등을 목표로 한 첨단 반도체 시설

을 건설하고 있다. 참고로 2024년에 경영 위기를 겪

은 인텔은 파운드리 사업을 분사하기로 최종결정했

는데, 막대한 보조금을 제공받는 대가로 지분 매각 

제한 조건 등을 적용받게 된다.

한편, 일본의 대표기업 8개 사가 공동 출자하

여 2022년도에 설립된 파운드리 기업 라피더스는 

2027년에 2나노 공정 양산을 목표를 하고 있다(홋카

이도 치토세에 IIM-1 팹 건설 중). 라피더스는 2024년 

12월에 EUV 노광 장비를 반입하는 등 2나노 생산 

준비에 박차를 가하고 있으며 반도체 스타트업들을 

중심으로 고객 확보 전략을 전개하고 있다. 일본 니

혼게이자이 신문에 의하면 2025년 4월부터 2나노 

공정에서 반도체 시제품을 생산해 6월에 미국 기업 

브로드컴에 공급할 예정이라고 한다[29].

Ⅴ. 결론

반도체 가치사슬에서 제조 단계를 담당하는 파운

드리 기업을 둘러싼 거시적 환경변화로 인해 발생

하는 여러 이슈에 대하여 업체들의 준비와 대응이 

중요한 관심사로 떠오르고 있다. 이에 본고는 글로

벌 파운드리 주요 기업들에 대한 현황 분석과 함께 

3가지 이슈(보조금 정책과 생산시설의 확대, TSMC에 

의한 지배력 강화와 반독점 규제 리스크, 2나노 경쟁의 

도래와 준비)에 대하여 최근 동향을 조사하고 정리하

였다.

글로벌 파운드리 10대 기업 현황을 살펴보면, 순

수 플레이 파운드리 유형이 시장에서 대세를 형성

하고 있다. 1위 사업자인 TSMC의 시장점유율이 

60%를 넘는 등 지배력이 공고화되고 있으며 SMIC

를 제외한 나머지 기업들은 시장점유율이 감소하고 

있다. TSMC는 3나노 등 선단 공정 매출 증가에 힘

입어 시장점유율을 확대하고 있지만, 삼성전자는 3

나노의 낮은 수율과 레거시 공정의 부족으로 어려

움을 겪고 있다. SMIC는 미국의 제재에도 불구하고 

중국 정부의 막대한 지원에 힘입어 레거시 공정 중

심의 파운드리 서비스에 주력하고 있고 시장점유율

을 조금씩 늘려나가고 있다.

각국의 반도체 칩 제조 보조금 정책 시행에 발맞

추어 주요 파운드리 기업들은 생산시설을 확대하고 

있다. 그중에서도 특히 TSMC는 자국뿐만 아니라 

해외(미국, 일본, 독일)에도 많은 생산시설을 건설하

고 있다. 이 생산시설들이 성공적으로 건설되고 가

동된다면 향후 TSMC의 시장점유율이 더 높아질 가

능성이 있다. 이외에 대만 PSMC, 한국 삼성전자, 중

국 SMIC의 생산시설 확대 움직임도 주목할 만하다.

TSMC의 지배력 강화는 시장점유율 증가추세뿐

만 아니라 가격 책정 관행에서도 확인된다. 따라서 

각국 경쟁 당국으로부터 반독점 조사나 규제에 직

면할 리스크를 안고 있다. 이에 Foundry 2.0이라는 

개념을 소개하면서 지배력 강화에 따른 독점 우려

를 불식시키려고도 했다. 2나노 경쟁 시대의 도래로 

인해 향후 일본 라피더스의 시장 진입, 한국 삼성전

자의 절치부심이 함께 맞물린다면 경쟁이 더 치열

해지고 집중도가 완화되어 각국 정부의 규제 개입

이 불필요해질 가능성도 있다. 

2나노 경쟁이 본격화되기 직전인 2025년 1월 현

재, 기술개발과 제조시설 건설 양 측면 모두에서 
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TSMC가 가장 앞서 있는 것으로 판단된다. 그러나, 

TSMC도 아직까지 안정적인 대량생산 체제를 완비

하지 못했기 때문에 경쟁기업들에도 이를 만회할 

수 있는 기회가 충분히 남아있다. 안정적인 수율 확

보를 통해 다양한 고객을 조기에 많이 확보하는 것

이 성공을 위한 중요 관건이 될 것이다.

반도체 파운드리 주요 기업에 대한 현황 분석과 

함께 이슈별 최근 동향에 대하여 정리한 본고는 이

와 관련된 국내 반도체 정책, 특히 비메모리반도체 

산업 육성 정책 마련에 있어 기초자료로 참고할 만

하다고 사료된다. 비메모리반도체 산업의 육성을 

위해서는 생태계에서 중추적인 역할을 담당하는 파

운드리 기업들의 위상 제고가 팹리스 기업의 성장

과 함께 이루어져야 할 것이다. 제조시설 유치를 위

한 각국의 정책을 참고하고 국내외 파운드리, 팹리

스 기업들의 전략 및 동향에 대한 관찰을 잘 조합한

다면 합리적인 산업 육성 방안을 마련할 수 있을 것

이다.

약어 정리 

ALD	 Atomic Layer Deposition
ATP	 Assembly, Test and Packaging
BiMOS	� Bipolar Complementary Metal Oxide 

Semiconductor
CVD	 Chemical Vapor Deposition
DMA	 Digital Market Act
EAR	 Export Administration Regulation
EDA	 Electronic Design Automation
EDS	 Electronic Die Sorting
EUV	 Extreme Ultraviolet
GAA	 Gate All Around
HPC	 High Performance Computing
IDM	 Integrated Device Manufacturer
OIP	 Open Innovation Platform
OSAT	� Outsouced Semiconductor Assembly 

and Test

PDK	 Process Design Kit
PVD	 Physical Vapor Deposition
SAFE	 Samsung Advanced Foundry Ecosystem
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